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(57) Abstract: The present invention relates to a holding device for holding and mounting a wafer for the purpose of machining the 
wafer with a mounting face for holding the wafer on a contact face of the wafer and retaining means for mounting the wafer, wherein 
the retaining means achieve mounting of extremely thin wafer on the mounting face of the wafer and the smallest possible local 
distortions in the wafer. 

(57) Zusammenfassung: 
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Die vorliegende Erfindung betrifft eine Aufiiahmeeinrichtung zur Aufiiahme und Halterung eines Wafers zur Bearbeitung des 
Wafers mit einer Halterungsflache zur Aufiiahme des Wafers an einer Auflageflache des Wafers und Haltemitteln zur Halterung 
des Wafers, wobei durch die Haltemittel eine Halterung von extrem diinnen Wafern an der Halterungsflache des Wafers moglichst 
geringe lokale Verzerrungen des Wafers erreicht werden. 


